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内容概要

本书采用双平台教学，系统介绍了两种常用的EDA工具软件PADS和Altium Designer的使用方法和实战
技巧，内容涉及原理图设计、元器件制作、PCB布局、布线、Gerber文件输出、多层板、安全规范、
高速PCB设计、电磁兼容性、信号完整性和电源完整性分析与设计等。
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